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A lézeres anyagmegmunkalas

fajtai

o Szerkezeti valtozas (structural change)

* Feluletkeményl'tes (hardening)

 Deformacio és torés (deformation and fracture)

* Felszini olvasztas (surface melting)

* Bevonatolas (ciadding)

o Keveréses kotés (conduction joining)

° Végas (cutting)

* Heg esztés (keyhole welding)
o Atermalis megmun kalas (athermal processing)




Jelolés (marking)
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http://www.nec.co.jp/control/en/product/aboutimd/kiso/marking003-e.html




Mechanizmusa szerint lehet

Habositas (foaming)

Elszinezés (discolouration)
Kifakitas (bleaching)

Metszés, gravirozas (engraving)

Ablacié (ablation)

Néhany alkalmazas 1.
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Néhany alkalmazas 2.

A lézeres anyagmegmunkalas
fajtai
o Szerkezeti valtozas (structural change)
* Feluletkeményl'tes (hardening)
 Deformacio és torés (deformation and fracture)
* Felszini olvasztas (surface melting)
* Bevonatolas (ciadding)
o Keveréses kotés (conduction joining)
° Végas (cutting)
« Jelolés (marking)

o Atermalis megmun kalas (athermal processing)




Keyhole welding

Laserbeam

Key-Hola

Cross-section

Laser beam

Melt Pool

Haat
Aftected

melt flow

Alapja az 0sszekotend6 anyagok megomlesztése jelentds parolgas
Kiséretében.

Jellemzok:

teljesitménys(rliiség 104-108 Wmm-2
multi-kW-os CO, (flying optics), Nd:YAG (optikai szal) és diéda lézerek
(optikaval egyutt robotkarra szerelve)

A mechanizmus

Abszorpcidos mechanizmusok:
inverz fékezési sugarzas
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Temperature (°C)

1600 A | Liquid

Hp4 I o .
abszorpCIO : Grain growth Liquid 3
nagyobb seb. ‘
Bz trauslahon ( gy ) 1 1200 _ﬁ()_
sulmgiy. v, Baaw e eulils { _______________ Austenite
Tafing [ el ()
i - ! : Recrystallization Austenite +
Sample surface | ) } / /\/\7/»7 i = g0 Fe,C
Fawitinz 17F§:...I-.-.--- ! ¥ : : o t_r«’in_Sf_O{I‘Ea_El_Oll o 723
foval plane 111
Solidificannn T I
s e I 400 : Ferrite (o) +
. y Rear kerbole ] | cementite (Fe;C)
Wcdung 1;:7 | w:all ) :
f
2 I — >
wal‘l’t keybole I . Wbtk holm &
¥y Z wt% C

V.V. Semak ,W.D. Bragg, B. Damkroger and S. Kempka:
Transient model for the keyhole during laser welding,
J. Phys. D: Appl. Phys. 32 (1999) L61-L64

http://www.lcv.be/en/nieuws.asp?rubriek_id=-1&oper=show&news_id=113




A “kulcslyuk”

Woelding direction
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http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/division/mjm-cbp_e.htm

Kotésfajtak
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teljes beolvadasos heggesztés (full penetration welding)
részleges beolvadasos heggesztés (partial penetration welding)




Védogazok
Feladatuk:

1) a mintadarab védelme (oxidaciétol, szennyezddéstdl)
2) a plazmaképzddés visszaszoritasa
3) az optika védelme

Szokasos véddgazok és néhany fontosabb tulajdonsaguk:

Gas  Molecular Thermal Istionization Density Relative cost

weight conductivity  potential (gL™Y)  (Europe)

@1200K (eV)

(Wm™IK™)
He 4 0.405 24.46 0.1769 1 plazma visszaszoritas
Ar 40 0.049 15.68 1.7828 04 kisebb abszorpcio a kdzeli IR-ban
N, 28 0.076 15.65 1.2507 0.1
0, 16 0.082 12.50 14289 0.1
CO, 44 0.080 14.41 1.9768 0.1 elnyeli a CO, lézer nyalabjat!
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Elényok:
* nagy anyagvastagsagok egy lépésben heggeszthetbek
« finom mikroszerkezet( kotés, kevesebb szegregacio

* kis energiaigény » kevesebb torzulas (az is jol becsulhet), csokkent igény
utokezelésre

104 T T T T T T
* Uj (komplex) geometriak megvalositasa :
» h6erzékeny komponensek kozelében is alkalmazhato =
« kdnnyen automatizalhaté £ T D)
s 10+ -
1 1 I 1 1 1 |
1 10 10° 103 104 108 106 107

Power density (W mm~2)

Hatranyok:

* leginkabb fémek és Otvozetek kotésére alkalmas (keramiak tornek,
milanyagokban nehéz stabilan fenntartani a keyhole-t)

» a heggesztendd részek pontosabb illeszkedését igénylik (fillerek, defokusza-
las, oszcillalt vagy spiralis nyalabvezetés segitségével kompenzalhato )

* nagyobb beruhazast igényelnek mint a hagyomanyos eljarasok




Keyhole welding grafikon 1.

A folyamat komplex természetébdl adéddéan nem valdszind, hogy a folyamat minden rész-
letre kiteljedé modellezése valaha is lehetévé valik. Bizonyos kérilményeket rogzitiink és
megfontolt geometriai egyszerisitéseket is kell tenntnk (pl. hengeres gazureg). Ebbdl
adddoan a kalibracios pont szerepe is nhagyobb!
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Keyhole welding grafikon 2.
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Alkalmazasok

Automotive Door panels Aerospace Airbus airframe Biomedical Dental prostheses

Audi A2 panels and skin stringers

extrusions Aircraft structures Construction Box beams
Audi A8 bodywork Jet engine casing Tailored blanks
Audi floorpan blanks flanges Domestic goods Beverage cans
BMW 5-series bodywork Space shuttle engines Window frames
Cadillac Seville centre Window spacers

pillar Filter cannisters
Chrysler Ultra-Drive Water tanks

transmission
Exhaust systems
Ford estate roof sections Materials Steel coil production
Fuel injectors Synchrotron chamber

Power generation  Pipes

GM Cadillac rear shelf
Mercedes key system Steam generator tubes
Porsche Carrera side Tubular components
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Tailored blanks Railway Carriage bodies
Volvo §70 and C70
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Volvo 960 bonnet Shipbuilding Decking

T-stiffeners
VW Phaeton door
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A lézeres anyagmegmunkalas
fajtai
o Szerkezeti valtozas (structural change)
* Feluletkeményl'tes (hardening)
 Deformacio és torés (deformation and fracture)
* Felszini olvasztas (surface melting)
 Bevonatolas (ciadding)
o Keveréses kotés (conduction joining)
° VégéS (cutting)
o Jelolés (marking)
o Hegesztés (keyhole welding)

Fotoelektromos effektus
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http://student.britannica.com/eb/art/print?id=68193&article Typeld=0

http://w4.siemens.de/Ful/en/archiv/zeitschrift/heft2_97/artikel12/index.html
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod1.html




Fotokémiai hatas
(fotopolimerizacio)

Sztereolitografia
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Stereolithography www.centrolaser.it/en/rapid2.html

http://www.princeton.edu/~cml/html/research/stereolithography.htmi
http://www.m2-systems.com/prototyping/stereolithography.php

Optikai, vagy fotolitografia
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